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- 個別IC別にパッケージベース及び地域ベースで2022-2034年までの市場規模推移と
予測を分析

- 個別ICは17種類に分類（詳細は次頁参照下さい）
- パッケージは14種類、地域は8地域に分類（詳細は次頁参照下さい）

新刊市場調査レポートのご案内



調査概要

1. 発行目的
ICパッケージ市場動向を詳細に調査・分析することで、当該市場における事業戦略立案の基礎データ

    として役立つことを目的とします。

2. 調査期間
2025年5月～2025年11月

3. 調査方法
直接訪問取材/アンケート調査/学会誌等の文献調査/インターネットを媒介とした基礎情報の収集等

4. 調査の対象

ICs Analog IC General purpose/Application specific

Memory IC DRAM(DDR, LPDRAM, GDDR, HBM)/NAND Flash/NOR Flash/Others

Logic IC
MPU/GPU/NW-IC/ASIC&FPGA/AP&SOC/MCU/Special Purpose Logic: Consumer, 
Computer,  Communication, Automobile/Others: Standard/Display/others 

Package 
types

Lead frame PIH: SIP/DIP, SMT: SOP/TSOP, CSP: SON/QFN

Substrates CSP: PCSP/FCCSP/SiP, BGA: PBGA/FCBGA/2.x D PKG/COF

Substrate-
less

Fan in WLP/Fan out WLP/PLP/Bare chip

地域 中国/台湾/韓国/日本/その他アジア/北米/欧州/その他地域

5. 調査の内容：以降の調査フォーマットや目次をご参照ください



○○ICのパッケージタイプ別予測
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○○ICの組立地域別市場規模予測

（Million PCS）
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レポートの申込み要項

1. 契約形態/価格（税込み）

 1) コーポレートライセンス契約：495,000円（2025年12月末日までの予約特価；440,000円）

2) グローバルライセンス契約： 660,000円（2025年12月末日までの予約特価；594,000円）

※ ご利用はコーポレート契約では同一法人内に限定され、グローバル契約は出資比率51％以上の子会社までとなります

※コーポレート/グローバルのどちらのライセンス契約も（レポート+電子ファイル）で納品されます。また、グローバルライセンス

契約は後日英語版も納品されます。

2. お申し込み方法

添付の調査申込書に所定事項をご記入の上、弊社宛まで電子メール（info@jms21.co.jp）もしくはFAX(03-5829-

3892)にご送付下さい。

3. お支払い条件

請求書発行日の翌月末日までに銀行振込にて、お支払い下さい。

4. 調査レポートのお取り扱い

上記のご契約形態に従ってその利用範囲を限定させていただきます。

その契約形態を越えての第三者への譲渡を禁止とし、お約束いただきます。
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